5000万只/年大功率白光LED封装
生产线项目建议书
一、总论
1、项目名称：
5000万只/年大功率白光LED封装生产线。
2、项目单位：
射洪县招商引资局。

3、项目拟建地点：
项目位于射洪县银华工业城，占地面积50亩，土地类别为工业用地。
4、建设内容及规模：

建筑面积2.2万平方米，购置LED封装设备，建5000万只大功率白光LED封装生产线。

5、建设年限：
12个月。

二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析
1、国家发改委等六部委局出台的《半导体照明节能产业发展意见》提出，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上；企业自主创新能力明显增强，大型MOCVD装备、关键原材料以及70%以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业3-5家；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右；初步建立半导体照明标准体系；实现年节电400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳4000万吨。
2、LED产业对我县实施“工业强县”发展战略，推动产业结构调整和换代升级，发展高新技术产业起着重要作用，被县委、县政府确定为新发展的重点产业。

3、LED产业科技含量高，产业链较长，产业链上企业之间衔接紧密，配套要求较高，必须实行配套发展，形成产业集群。

（二）项目建设条件分析
1、项目选址射洪县洪城新区，园区基础设施完善，水电气供应充足，交通便捷，距成都、重庆、绵阳分别仅1-2小时车程。即将竣工的绵渝高速公路和即将建设的绵渝高速铁路贯穿全境，并与成南高速公路交汇，距达成高速铁路仅40公里，200公里范围内有国际航空港2个、支线机场2个。
2、根据《中国地震裂度区划图》（1990版）分析，射洪县区域内无活动性断裂场地，土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，地震裂度属于Ⅵ度地区（地震按6度设防设计）。

3、气候条件：我县属四川盆地亚热带湿润气候区的东部区。主要气候特点：气候温和、雨量充沛、四季分明。无霜期超过284天，年平均气温17.1℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温－4.8℃。常年风速小而不规律，年平均风速1.1m/s，年平均降雨量为887.3mm。平均相对湿度74－84％，平均气压975.7hpa。
4、由联系县级领导和项目秘书为项目提供“一条龙”服务。项目享受西部大开发优惠政策和执行《射洪县投资优惠政策》有关规定。
三、建设规模与产品方案

（一）建设规模
年产量5000万只。
（二）产品方案
800-1000ml/W白光LED。
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案

1、生产方法：

使用国产大功率LED芯片，采用多芯片阵列封装技术，生产大功率白光LED。
2、工艺流程。
LED封装工艺流程主要有芯片检验、扩片、点胶、备胶、手工刺片、自动装架、烧结、压焊、模压封装、固化与后固化、切筋和划片、测试、包装。

（二）主要设备方案

1、主要设备选型：

LED主要封装生产设备包括固晶机、焊线机、封胶机、分光分色机、点胶机、智能烤箱等。
2、主要设备来源：

欧洲和台湾。
（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案：
根据生产工艺要求、火灾危险性类别确定生产车间及公用工程用房的结构形式，采用的结构形式有门式钢架结构、框架结构、砖混结构，所有结构设计均满足国家有关设计规程、规范要求。

本项目面积方案

	序号
	项    目
	单位
	数    据
	备  注

	1
	建设用地面积
	万m2
	3.3
	

	2
	建构筑物占地面积
	万m2
	1.3
	

	3
	建筑物总建筑面积
	万m2
	2.2
	

	4
	道路面积
	万m2
	0.5
	

	5
	广场面积
	万m2
	0.7
	

	6
	绿化面积
	万m2
	0.8
	

	7
	建筑密度
	%
	0.4
	

	8
	容积率
	
	0.7
	


2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。

建筑安装工程达到7级地震设防烈度，质量全部达到优良标准。

“三材”用量估算表

	序号
	建筑物
	钢材
	木材
	水泥
	备注

	1
	主体厂房
	360t
	
	
	

	2
	原料、成品库
	150T
	
	
	

	3
	配套公用工程
	30t
	60m
	390t
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	100t
	40m
	340t
	

	5
	合  计
	640t
	100m
	730t
	


3、主要建、构筑物工程一览表。

	序号
	建筑物
	层数
	建筑面积㎡
	结构类型

	1
	主体厂房
	3
	12000
	保温轻钢结构

	2
	原料、成品库
	1
	5000
	保温轻钢结构

	3
	配套公用工程
	2
	3000
	砖混结构

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	3
	2000
	钢筋砼框架结构

	5
	合计
	
	22000
	


五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算

　　1、建设投资估算：总投资7000万元，建筑工程费1500万元，设备购置安装费4000万元。

2、流动资金估算1500万元。
（二）资金筹措

1、自筹资金：5000万元。
2、其它来源：2000万元。
六、效益分析 
（一）经济效益 
项目完全投产后，可实现销售收入3亿元，营业税及附加1800万元，净利润为2800万元。投资回收期约为3.5年（含建设期）。
（二）社会效益

1、本项目生产过程中无废水、废气排放，会产生一定数量的固体废气物，通过回收利用后对环境影响很小。

3、本项目所需人员要在社会招聘，给射洪县待业人员增加了就业机会。
　　七、结论

（一）项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》的鼓励类投资项目。

（二）大功率LED的发展一直以照明应用为主要目标。国家发改委已启动《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》编制工作。据国家发展改革委资源节约和环境保护司提供的数据，目前中国照明用电约占全社会用电量的12%，采用节能灯替代白炽灯可节电60%－80%，若把现有在用的白炽灯全部替换为节能灯，一年可节电480亿千瓦时（三峡电站全部机组年发电量约为800亿千瓦时），潜力巨大，是实现节能减排目标的重要途径。此前，根据国务院发布的节能减排综合性工作方案，发展改革委制订并实施了“十一五”（2006－2010年）期间计划，通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，逐步取代白炽灯和其它低效照明产品。国家的相关扶持政策加快了LED产业发展速度。

（三）LED技术的半导体照明具有高效、节能、环保、长寿命、易维护等特点，广泛应用于显示屏、交通灯、汽车灯、背光、家居光源、户外灯饰、太阳能系列产品以及玩具等领域，是近年来全球最具发展前景的高技术领域之一。
（四）很多国内企业在封装技术上可与全球一线大厂比肩，其采用进口芯片封装的大功率LED具有很大的比较优势，价格也逐步与台湾产品看齐，国内生产工艺成熟。
综上所述，该项目在生产工艺和经济效益上是可行的。
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